(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBEET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
1. Oktober 2004 (07.10.2004) 




(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

PCT WO 2004/086502 Al 



(51) InteraationalePatentklassifikation 7 : H01L 23/538, (71) Anmelder (fur alle Best immungsstaatenmit Ausnahme von 

US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen (DE). EUPEC EU- 
ROPAISCHE GESELLSCHAFT FUR LEISTUNG- 



23/498, 23/66 
(21) Internationales Aktenzeichen: 



PCT/EP2004/002424 



(22) Internationales Anmeldedatum: 

9. Marz 2004 (09.03.2004) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) VerofTentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

10314172.3 28. Marz 2003 (28.03.2003) DE 



SHALBLEITER MBH [DE/DE], Max-Planck-Strasse 5, 
59581 Warstein (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): AUERBACH, 
Franz [DE/DE]; Schmuckersweg 6, 59494 Soest (DE). 
GUTSMANN, Bernd [DE/DE]; Ringstr. 31, 59581 
Warstein (DE). LICHT, Thomas [DE/DE]; Ostterrasse 
5, 59581 Warstein (DE). SELIGER, Norbert [AT/DE]; 
Gnesener Str. 24, 81929 Munchen (DE). WEIDNER, 
Karl [DE/DE]; Zauserweg 6, 81245 Munchen (DE). 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 



= (54) Title: ARRANGEMENT COMPOSED OF AN ELECTRICAL COMPONENT ON A SUBSTRATE, AND METHOD FOR 
s THE PRODUCTION OF SAID ARRANGEMENT 

= (54) Bezeichnung: ANORDNUNG AUS EINEM ELEKTRISCHEN BAUELEMENT AUF EINEM SUBSTRAT UND VERFAH- 
= REN ZUM HERSTELLEN DER ANORDNUNG 




3,36 

V77777A 3L / 




as (57) Abstract: The invention relates to an arrangement comprising at least one substrate (1), at least one electrical component (2) 
that is disposed on a surface section (1 1) of the substrate and is provided with an electrical contact area (21), and at least one electrical 

^■j contact lug (3) having an electrical connecting area (32) for electrically contacting the contact area of the component. The connecting 
area of the contact lug and the contact area of the component are interconnected in such a way that at least one zone (33) of the contact 
lug protrudes beyond the contact area of the component. The arrangement is characterized in that the contact lug is provided with 
at least one electrically conducting film (7) while said electrically conducting film is provided with the electrical connecting area of 

1^ the contact lug. The inventive arrangement is used particularly for the large-area, low-inductive contacting of power semiconductor 

V© chips, which allows for high current density. 

00 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit mindestens einem Substrat (1), mindestens einem auf einem 
^ Oberflachenabschnitt (11) des Substrats angeordneten elektrischen Bauelement (2) mit einer elektrischen Kontaktflache (21) und 
S mindestens einer elektrischen Kontaktfahne (3) mit einer elektrischen Anschlussflache (32) zur elektrischen Kontaktierung der Kon- 
^ taktflache des Bauelements, wobei die Anschlussflache der Kontaktfahne und die Kontaktflache des Bauelements derart miteinander 

verbunden sind, dass ein zumindest iiber die Kontaktflache des Bauelements hinausragender Bereich (33) der Kontaktfahne vorhan- 
O den ist. Die Anordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfahne mindestens eine elektrisch 
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leitende Folie (7) und die elektrisch leitende Folie die elektrische Anschlussflache der Kontaktfahne aufweist. Die Erfindung wird 
insbesondere zur groBflachigen, niederinduktiven Kontaktierung von Leistungshalbleiterchips eingesetzt, die eine hohe Stromdichte 
erlaubt. 



